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二、内容简介
　　LED外延片芯片是半导体照明和显示技术的核心组件，近年来随着材料科学和技术进步，其性能不断提升，成本持续下降。LED外延片芯片采用氮化镓（GaN）或砷化镓（GaAs）等化合物半导体材料制成，这些材料具有高发光效率、低热阻和长寿命等特点，广泛应用于室内照明、户外显示屏及汽车灯具等领域。近年来，Mini-LED和Micro-LED技术的兴起进一步推动了行业的发展，通过微缩化像素点间距，实现了更高的分辨率和对比度。此外，垂直结构LED芯片的设计优化，以及荧光粉转换技术的应用，使得白光LED在显色性和光效方面取得了长足进步。产业链上下游企业的协同合作促进了从原材料到终端产品的全链条创新，形成了高效稳定的供应链体系。
　　未来，LED外延片芯片的技术发展将集中在高亮度、低能耗和多功能集成三个方向。市场调研网指出，一方面，科研人员正致力于开发新型量子点材料和二维层状化合物，以实现更高效的光电转换；另一方面，通过改进芯片制造工艺，如金属有机化学气相沉积（MOCVD）技术和激光剥离法，可以进一步提高生产良率并降低成本。随着智能照明系统的普及，LED芯片将与传感器、控制器等其他电子元件紧密结合，提供更加个性化和智能化的光照体验。

第一章 报告简介
　　1.1 报告目的和目标
　　1.2 研究方法

第二章 LED技术及前景概述
　　2.1 LED的定义
　　2.2 LED产业链组成
　　2.3 LED应用领域
　　2.4 LED技术优势
　　2.5 LED未来前景

第三章 LED外延片，芯片原料及工艺技术分析
　　3.1 LED外延片，芯片产业概述
　　3.2 LED外延片，芯片定义
　　　　3.2.1 LED外延片定义
　　　　3.2.2 LED芯片定义
　　3.3 LED外延片衬底介绍
　　　　3.3.1 LED外延片衬底概述
　　　　3.2.2 LED外延片主要衬底名称 性能 价格 市场比重分析
　　3.4 LED外延片Mo源介绍
　　　　3.4.1 LED外延片Mo源概述
　　　　3.4.2 LED外延片Mo源材料种类
　　　　3.4.3 LED外延片Mo源材料选择对芯片颜色的影响
　　3.5 LED外延片MOCVD介绍
　　　　3.5.1 LED外延片生长方法概述
　　　　3.5.2 LED外延片MOCVD介绍及工作原理
　　3.6 LED芯片透明电极（P及N）的材料分析
　　　　3.6.1 LED芯片透明电极概述
　　　　3.6.2 LED芯片透明电极材料种类 成本及性能
　　3.7 LED芯片RIE与ICP刻蚀技术分析
　　　　3.7.1 LED芯片刻蚀技术概述
　　　　3.7.2 RIE刻蚀技术介绍
　　　　3.7.3 ICP刻蚀技术介绍
　　　　3.7.3 RIE刻蚀技术与ICP刻蚀技术比较
　　3.8 LED芯片结构制造技术分析
　　　　3.8.1 LED芯片结构制造技术概述
　　　　3.8.2 正装结构LED芯片制造技术及优缺点分析
　　　　3.8.3 倒装结构LED芯片制造技术及优缺点分析
　　　　3.8.4 垂直结构LED芯片制造技术及优缺点分析

第四章 全球LED外延片，芯片产、供、销、需及价格分析
　　4.1 全球LED外延片，芯片产业市场概述
　　4.2 全球LED外延片，芯片产能、产量统计分析
　　　　4.2.1 全球LED外延片产能、产量（万个）统计分析
　　　　4.2.2 全球LED芯片产能、产量（亿颗）统计分析
　　4.3 全球LED外延片，芯片各地区产能 产量（百万平方米）及所占市场份额
　　　　4.3.1 全球LED外延片各地区产能、产量（万个）统计分析
　　　　4.3.2 全球LED芯片各地区产能、产量（亿颗）统计分析
　　4.4 全球LED外延片，芯片产能TOP20企业分析
　　　　4.4.1 全球LED外延片产能TOP20企业深入分析
　　　　4.4.2 全球LED芯片TOP20知名企业产能、产量（万个）统计分析
　　4.5 全球各种规格LED外延片，芯片产量、比重分析
　　　　4.5.1 全球各种规格LED外延片产量、比重分析
　　　　4.5.2 全球各种规格LED芯片产量、比重分析
　　4.6 全球LED外延片，芯片供需关系
　　　　4.6.1 全球LED外延片需求量、供需缺口
　　　　4.6.2 全球LED芯片需求量、供需缺口情况
　　4.7 全球LED外延片，芯片成本、价格、产值、利润率
　　　　4.7.1 全球LED外延片成本、价格、产值、利润分析
　　　　4.7.2 全球LED芯片成本、价格、产值、利润分析

第五章 国际LED外延片，芯片知名企业深度研究
　　5.1 Nichia （Japan）
　　　　5.1.1 Nichia企业信息简介
　　　　5.1.2 外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.1.3 外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.1.4 外延片，芯片下游客户
　　　　5.1.5 外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.2 SAMSUNG （South Korea）
　　　　5.2.1 SAMSUNG企业信息简介
　　　　5.2.2 外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.2.3 外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.2.4 外延片，芯片下游客户
　　　　5.2.5 外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.3 EPISTAR （Tai Wan）
　　　　5.3.1 EPISTAR企业信息简介
　　　　5.3.2 外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.3.3 外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.3.4 外延片，芯片下游客户
　　　　5.3.5 外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.4 Cree （USA.）
　　　　5.4.1 Cree企业信息简介
　　　　5.4.2 Cree LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.4.3 Cree LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.4.4 Cree LED外延片，芯片下游客户
　　　　5.4.5 Cree LED外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.5 Osram （Germany）
　　　　5.5.1 Osram企业信息简介
　　　　5.5.2 外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.5.3 外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.5.4 外延片，芯片下游客户
　　　　5.5.5 外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.6 PHILIPS Lumileds（USA. Netherlands）
　　　　5.6.1 PHILIPS企业信息简介
　　　　5.6.2 PHILIPS LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.6.3 PHILIPS LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.6.4 PHILIPS LED外延片，芯片下游客户
　　　　5.6.5 PHILIPS LED外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.7 SSC（South Korea）
　　　　5.7.1 SSC.企业信息简介
　　　　5.7.2 外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.7.3 外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.7.4 外延片，芯片下游客户
　　　　5.7.5 外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.8 LG Innotek （South Korea）
　　　　5.8.1 LG Innotek企业信息简介
　　　　5.8.2 LG 外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.8.3 LG 外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.8.4 LG 外延片，芯片下游客户
　　　　5.8.5 LG 外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.9 Toyoda Gosei （Japan）
　　　　5.9.1 Toyoda Gosei企业信息简介
　　　　5.9.2 Toyoda 外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.9.3 Toyoda 外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.9.4 Toyoda 外延片，芯片下游客户
　　　　5.9.5 Toyoda 外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.10 Semileds （USA. Taiwan, China China）
　　　　5.10.1 Semileds企业信息简介
　　　　5.10.2 Semileds LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.10.3 Semileds LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.10.4 Semileds LED外延片，芯片下游客户
　　　　5.10.5 Semileds LED外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.11 Hewlett Packard （USA.）
　　　　5.11.1 Hewlett Packard企业信息简介
　　　　5.11.2 Hewlett PackardLED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.11.3 Hewlett Packard LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.11.4 Hewlett Packard LED外延片，芯片下游客户
　　　　5.11.5 Hewlett Packard LED外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.12 Lumination （USA.）
　　　　5.12.1 Lumination.企业信息简介
　　　　5.12.2 外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.12.3 外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.12.4 外延片，芯片下游客户
　　　　5.12.5 外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.13 Bridgelux （USA.）
　　　　5.13.1 Bridgelux企业信息简介
　　　　5.13.2 Bridgelux LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.13.3 Bridgelux LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.13.4 Bridgelux LED外延片，芯片下游客户
　　　　5.13.5 Bridgelux LED外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.14 SDK （Japan）
　　　　5.14.1 SDK企业信息简介
　　　　5.14.2 外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.14.3 外延片，芯片原料及设备供货商合作情况
　　　　5.14.4 外延片，芯片下游客户
　　　　5.14.5 外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.15 Sharp （Japan）
　　　　5.15.1 Sharp企业信息简介
　　　　5.15.2 外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.15.3 外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.15.4 外延片，芯片下游客户
　　　　5.15.5 外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.16 EpiValley （South Korea）
　　　　5.16.1 EpiValley企业信息简介
　　　　5.16.2 EpiValley LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.16.3 EpiValley LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.16.4 EpiValley LED外延片，芯片下游客户
　　　　5.16.5 EpiValley LED外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.17 Toshiba （Japan）
　　　　5.17.1 Toshiba企业信息简介
　　　　5.17.2 Toshiba LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.17.3 Toshiba LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.17.4 Toshiba LED外延片，芯片下游客户
　　　　5.17.5 Toshiba LED外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.18 Genelite （Japan）
　　　　5.18.1 Genelite企业信息简介
　　　　5.18.2 外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.18.3 外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.18.4 外延片，芯片下游客户
　　　　5.18.5 外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.19 Taiyo Nippon Sanso （Japan）
　　　　5.19.1 Taiyo Nippon Sanso企业信息简介
　　　　5.19.2 Taiyo Nippon Sanso LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.19.3 Taiyo Nippon Sanso LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.19.4 Taiyo Nippon Sanso LED外延片，芯片下游客户
　　　　5.19.5 Taiyo Nippon Sanso LED外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.20 Opto Tech （Tai wan）
　　　　5.20.1 Opto Tech企业信息简介
　　　　5.20.2 Opto 外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　5.20.3 Opto 外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　5.20.4 Opto 外延片，芯片下游客户
　　　　5.20.5 Opto 外延片，芯片在全球投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.21 国际其他LED外延片，芯片生产企业
　　　　5.21.1 Panasonic （Japan）
　　　　5.21.2 Agilent （USA.）
　　　　5.21.3 HUGA （Tai wan）
　　　　5.21.4 FOREPI （Tai wan）
　　　　5.21.5 CHIMEI （Taiwan）

第六章 中国LED外延片，芯片产、供、销、需及价格分析
　　6.1 中国LED外延片，芯片产业市场概述
　　6.2 中国LED外延片，芯片产能、产量统计分析
　　　　6.2.1 中国LED外延片产能、产量（万个）统计分析
　　　　6.2.2 中国LED芯片产能、产量（万个）统计分析
　　6.3 中国LED外延片，芯片各省市产能 产量及所占市场份额
　　　　6.3.1 中国LED外延片各省市产能、产量（万个）统计分析
　　　　6.3.2 中国LED芯片各省市产能、产量（亿颗）统计分析
　　6.4 中国LED外延片，芯片产能TOP10企业分析
　　　　6.4.1 中国LED外延片产能TOP10企业深入分析
　　　　6.4.2 中国LED芯片产能TOP10企业深入分析
　　6.5 中国各种规格LED外延片，芯片产量、比重分析
　　　　6.5.1 中国各种规格LED外延片产量、比重分析
　　　　6.5.2 中国各种规格LED芯片产量、比重分析
　　6.6 中国LED外延片，芯片供需关系
　　　　6.6.1 中国LED外延片需求量、供需缺口
　　　　6.6.2 中国LED芯片需求量、供需缺口
　　6.7 中国LED外延片，芯片成本、价格、产值、利润率
　　　　6.7.1 中国LED外延片成本、价格、产值、利润分析
　　　　6.7.2 中国LED芯片成本、价格、产值、利润分析

第七章 中国LED外延片，芯片核心企业深度研究
　　7.1 三安光电 （厦门）
　　　　7.1.1 三安光电企业信息简介
　　　　7.1.2 三安光电.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.1.3 三安光电.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.1.4 三安光电.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.1.5 三安光电.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.2 士兰微电子 （浙江）
　　　　7.2.1 士兰微电子企业信息简介
　　　　7.2.2 士兰微电子.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.2.3 士兰微电子.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.2.4 士兰微电子.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.2.5 士兰微电子.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.3 浪潮华光 （山东）
　　　　7.3.1 浪潮华光企业信息简介
　　　　7.3.2 浪潮华光.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.3.3 浪潮华光.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.3.4 浪潮华光.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.3.5 浪潮华光.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.4 大连路美 （辽宁）
　　　　7.4.1 大连路美企业信息简介
　　　　7.4.2 大连路美.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.4.3 大连路美.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.4.4 大连路美.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.4.5 大连路美.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.5 乾照光电 （厦门）
　　　　7.5.1 乾照光电企业信息简介
　　　　7.5.2 乾照光电.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.5.3 乾照光电.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.5.4 乾照光电.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.5.5 乾照光电.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.6 上海蓝光 （上海）
　　　　7.6.1 上海蓝光企业信息简介
　　　　7.6.2 上海蓝光LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.6.3 上海蓝光LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.6.4 上海蓝光LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.6.5 上海蓝光LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.7 华灿光电 （湖北）
　　　　7.7.1 华灿光电企业信息简介
　　　　7.7.2 华灿光电.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.7.3 华灿光电.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.7.4 华灿光电.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.7.5 华灿光电.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.8 迪源光电 （湖北）
　　　　7.8.1 迪源光电企业信息简介
　　　　7.8.2 迪源光电.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.8.3 迪源光电.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.8.4 迪源光电.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.8.5 迪源光电.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.9 晶科电子 （广州）
　　　　7.9.1 晶科电子企业信息简介
　　　　7.9.2 晶科电子.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.9.3 晶科电子.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.9.4 晶科电子.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.9.5 晶科电子.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.10 江门真明丽 （广东）
　　　　7.10.1 江门真明丽企业信息简介
　　　　7.10.2 江门真明丽.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.10.3 江门真明丽.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.10.4 江门真明丽.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.10.5 江门真明丽.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.11 方大集团 （广东）
　　　　7.11.1 方大集团企业信息简介
　　　　7.11.2 方大集团.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.11.3 方大集团.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.11.4 方大集团.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.11.5 方大集团.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.12 同方股份 （北京）
　　　　7.12.1 同方股份企业信息简介
　　　　7.12.2 同方股份.LED外延片，芯片产品分析（颜色 结构 材料 功率等）
　　　　7.12.3 同方股份.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.12.4 同方股份.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.12.5 同方股份.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.13 联创光电 （江西）
　　　　7.13.1 联创光电企业信息简介
　　　　7.13.2 联创光电.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.13.3 联创光电.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.13.4 联创光电.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.13.5 联创光电.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.14 德豪润达 （广东）
　　　　7.14.1 德豪润达企业信息简介
　　　　7.14.2 德豪润达.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.14.3 德豪润达.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.14.4 德豪润达.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.14.5 德豪润达.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.15 清芯光电 （河北）
　　　　7.15.1 清芯光电企业信息简介
　　　　7.15.2 清芯光电.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.15.3 清芯光电.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.15.4 清芯光电.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.15.5 清芯光电.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.16 奥伦德 （广东）
　　　　7.16.1 奥伦德企业信息简介
　　　　7.16.2 奥伦德.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.16.3 奥伦德.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.16.4 奥伦德.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.16.5 奥伦德.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.17 长城开发 （广东）
　　　　7.17.1 长城开发企业信息简介
　　　　7.17.2 长城开发.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.17.3 长城开发.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.17.4 长城开发.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.17.5 长城开发.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.18 上海蓝宝 （上海）
　　　　7.18.1 上海蓝宝企业信息简介
　　　　7.18.2 上海蓝宝.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.18.3 上海蓝宝.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.18.4 上海蓝宝.LED外延片，芯片客户
　　　　7.18.5 上海蓝宝.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.19 世纪晶源 （广州）
　　　　7.19.1 世纪晶源企业信息简介
　　　　7.19.2 世纪晶源.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.19.3 世纪晶源.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.19.4 世纪晶源.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.19.5 世纪晶源.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.20 晶能光电 （江西）
　　　　7.20.1 晶能光电企业信息简介
　　　　7.20.2 晶能光电.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.20.3 晶能光电.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.20.4 晶能光电.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.20.5 晶能光电.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.21 福地电子 （广东）
　　　　7.21.1 福地电子企业信息简介
　　　　7.21.2 福地电子.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.21.3 福地电子.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.21.4 福地电子.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.21.5 福地电子.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.22 福日电子 （福建）
　　　　7.22.1 福日电子企业信息简介
　　　　7.22.2 福日电子.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.22.3 福日电子.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.22.4 福日电子.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.22.5 福日电子.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.23 浙江阳光 （浙江）
　　　　7.23.1 浙江阳光企业信息简介
　　　　7.23.2 浙江阳光.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.23.3 浙江阳光.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.23.4 浙江阳光.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.23.5 浙江阳光.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　5.24 华夏集成 （江苏）
　　　　7.24.1 华夏集成企业信息简介
　　　　7.24.2 华夏集成.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.24.3 华夏集成.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.24.4 华夏集成.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.24.5 华夏集成.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.25 普光科技 （广州）
　　　　7.25.1 普光科技企业信息简介
　　　　7.25.2 普光科技.LED外延片，芯片生产工艺及产品特点分析
　　　　7.25.3 普光科技.LED外延片，芯片上游材料设备供货商合作情况
　　　　7.24.4 普光科技.LED外延片，芯片下游客户
　　　　7.25.5 普光科技.LED外延片，芯片在国内投产计划 产能 产量 价格及销售情况分析
　　7.26 国内LED外延片，芯片其他知名企业
　　　　7.26.1 立德电子 （河北）
　　　　7.26.2 中微光电子 （山东）
　　　　7.26.3 中为光电 （西安）
　　　　7.26.4 金桥大晨 （上海）
　　　　7.26.5 新天电子 （甘肃）
　　　　7.26.6 澳洋顺昌 （江苏）
　　　　7.26.7 国星光电 （广东）
　　　　7.26.8 德力西集团 （广东）
　　　　7.26.9 亚威朗光电 （浙江）
　　　　7.26.10 创维集团 （广州）

第八章 LED外延片，芯片原料设备提供商研究
　　8.1 LED外延片衬底
　　　　8.1.1 Kyocera （Japan. 蓝宝石衬底）
　　　　8.1.2 Namiki （Japan. 蓝宝石衬底）
　　　　8.1.3 兆晶科技 （Tai wan. 蓝宝石衬底）
　　　　8.1.4 Infineon （Germany. 蓝宝石衬底）
　　　　8.1.5 STC （South Korea. 蓝宝石衬底）
　　　　8.1.6 CREE （USA. Si、SiC、GaN衬底）
　　　　8.1.7 Monocrystal （Russian. 蓝宝石衬底）
　　　　8.1.8 蓝晶科技（中国 蓝宝石衬底）
　　　　8.1.9 欧亚蓝宝（中国 蓝宝石衬底）
　　　　8.1.10 其他LED外延片衬底供应商
　　8.2 LED外延片Mo源
　　　　8.2.1 南大光电 （中国）
　　　　8.2.2 Dow-Rohm&amp;Haas （South Korea.）
　　　　8.2.3 SAFC Hitech （USA.）
　　　　8.2.4 Akzo Nobel （Netherland）
　　　　8.2.5 其他LED外延片Mo源供应商
　　8.3 LED外延片MOCVD系统
　　　　8.3.1 AIXTRON SE （Germany）
　　　　8.3.2 Veeco （USA.）
　　　　8.3.3 Taiyo Nippon Sanso （Japan）
　　　　8.3.4 ASM International N.V. （France）
　　　　8.3.5 其他MOCVD机供应企业
　　8.4 LED芯片光罩对准曝光机
　　　　8.4.1 EVG （Tai wan.）
　　　　8.4.2 M&amp;R （Tai wan.）
　　　　8.4.3 SUSS MicroTec Company （Tai wan）
　　　　8.2.4 OAI （USA.）
　　　　8.4.5 其他曝光机供应企业
　　8.5 LED芯片研磨机/抛光机
　　　　8.5.1 NTS株式会社（South Korea.）
　　　　8.5.2 佐技机电设备（上海）有限公司
　　　　8.5.3 正越（Tai wan.）
　　　　8.5.4 蔚仪器械（中国）
　　　　8.3.5 其他研磨机/抛光机供应商
　　8.6 LED芯片电子枪蒸镀系统
　　　　8.6.1 彩虹集团 （中国）
　　　　8.6.2 倍强科技 （Tai wan.）
　　　　8.6.3 JEOL
　　　　8.6.4 德同光电材料
　　　　8.6.5 其他电子枪蒸镀系统供应商
　　8.7 LED芯片刻蚀机（ICP-RIE）
　　　　8.7.1 SENTECH Instruments GmbH （Germany）
　　　　8.7.2 DISCO （Japan.）
　　　　8.7.3 ast （Tai wan.）
　　　　8.7.4 北方微电子 （中国）
　　　　8.7.5 其他刻蚀机供应商
　　8.8 LED芯片清洗机
　　　　8.8.1 华林嘉业 （中国）
　　　　8.8.2 晖盛科技 （Tai wan.）
　　　　8.8.3 揚博科技 （Tai wan.）
　　　　8.8.4 MACTECH （Tai wan.）
　　　　8.8.5 其他清洗机供应商
　　8.9 LED芯片切割机
　　　　8.9.1 E-Globaledge （Japan.）
　　　　8.9.2 DISCO （Japan.）
　　　　8.9.3 光大激光 （中国）
　　　　8.9.4 华工激光 （中国）
　　　　8.9.5 其他切割机供应商
　　8.10 LED外延片，芯片检测设备及辅料
　　　　8.10.1 检测设备及供应商
　　　　8.10.2 其他辅料及供应商

第九章 50万LED外延片、100亿颗芯片项目投资可行性分析
　　9.1 LED外延片，芯片/年项目概述
　　9.2 LED外延片，芯片/年项目可行性分析
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